Dodrzovani izolaéni a
povrchové vzddlenosti na DPS

Pfiznivci EEVblogu [1] jisté zpozorovali, Ze si Dave
Jones Casto pfi recenzich pristrojo posteskne (ano, v
ieho pripadé by se zde hodil i peprnéjsi vyraz), ze
névrhéii nedodrZuji izoladni vzdélenosti a naopak
pochvaluje, kdyz najde DPS plnou frézovanych
drézek. Ve skutecnosti se jednd o dva samostatné
problémy — izolaéni a povrchové vzddlenosti.

Rad bych zde piehledové uved! nékteré metody feseni t&chto vzddlenost
na DPS pro porovndni, zda na swych zafizenich na néco nezapomindme a
abychom se piipadné vyhnuli Davovu posméchu. Dobre, alespoi mu k nému
dali méné prilezitosti. V soucasnosti je toto téma aktudlni predeviim kvoli
zmenSovani soucdstek a pozadavkd na zmen3ovani vyrobkd v kontrastu s
rostoucimi pracovnimi napétimi, kde se napitklad v elekiromobilech, soldrnich
systémech a daldich rychle rostoucich odvétvich setkévéme se stdle vyssimi
hladinami napéti, které se blizi k hranici 1000 V.

Téma dodrzovani vzddlenosti velmi dobfe popsal Brendon Parise ve svém
clanku [2], takze pro obsahlejsi popis se mizete obrdfit na n&j a pipadné na
nim citované normy IPC-2221A, IEC60950, UL6T1010-1 a UL6OQ50-1 (ceské
verze CSNUEN 61010-1 a CSN EN 60950-1).

Nemohu zde uvédét konkrétni hodnoty, kieré se maji dodrzovat, profoze
isou zdvislé na pouzittm napéli (zda jde o DC nebo AC), materiélu DPS,
materidlu nepdjivé masky, cllovému pracovnimu prostiedi, kategorii zafizeni a
mnoha dalsich parametrech. Alespon orientacné: pro sifové napéti se izolacnf
vzddlenost pohybuje okolo 4 mm a povrchova okolo & mm.

Obrdzek 1 Pochybnosti nad sprévnym provedenim zvétseni povrchové vzddlenosti
na DPS napdjeciho zdroje pro zdravotnicky pfistroj.

Zdroj EEVblog Forum, vZivatel rs20, vidkno ,EEVblog #659 - Medical

Plugpack Teardown’,www.eevblog.com/forum zpdva 507946
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Misto vyetd tabulek a hodnot se podivéme na techniky,
jakymi m0zeme cilené obé& vzddlenosti zvéovat na
pozadovanou hodnotu, aniz bychom museli séhnout po
obwykle nepfipustném odddleni soucdstek. Ze byste nékdy
potiebovali tyto vzddlenosti zamémé snizovat, je bohuzel
kvili zminéné miniaturizaci neredlny stav, snad jen s
vyjimkou ochrannych jiskfisf na DPS, coz nyni vynechame.

Nejprve k vlastnim pojmim, kferé si mizeme pribliZit
ndsledovné:
® |zolaéni vzddlenost, anglicky Clearance, je nejkrafsi

vzdusnd vzddlenost mezi dvéma vodivymi Eéstmi (spoje

na DPS, lo nékierych soucdstek, vyvody soucdstek,
vodi¢e apod.).

* Povrchovd vzdélenost, anglicky Creepage, je nejkrafsi
vzddlenost mezi dvéma vodivymi &dstmi méfend po
povichu izola¢ntho materidlu.

Pozadovand izolaéni vzddlenost je typicky krafdi nez
povrchova vzddlenost. Respektive je nds cil pii dané izolacni
vzddlenosti vytvorit toku povrchového proudu co nejvétsi
prekdzku v podobé prodlouzeni jeho cesty — povrchové
vzddlenosti. |zolagni vzddlenost je ddna mechanickou
vzddlenosti, napf. wvodi soucastek, kierd v zdvislosti na
parametrech okolniho vzduchu uddvd prorazné nopéti. To
musi byt dostatecné vysoké, aby béhem fungovani zafizeni
(i v meznich stavech) priraz nenastal.

Sitent proudu po povichu izolantd je oproti tomu obtizn&ji
definovatelné kvili jejich nedokonalym viastnostem, navihani
nebo hromadéni necistot. Pozadavek na povrchovou
vzddlenost je profo obvykle vy3si.

Mohlo by se zddat, ze diky tomu stadi sledovat
povrchovou vzddlenost (je vy3si), ale nenf to tak. Splnénf
jednoho pozadavku vzddlenosti nuiné neznamend splnénf
toho druhého [napfiklad kvl tvaru  soucdstek), takze
musime sledovat ob& hodnoty samostatn&.

Brendon Parise frefn& poznamendvd, Ze névrhdii moc
nerozliuji mezi izolacni a povrchovou vzddlenost, coz
se tykd i ndvrhovych systémd na DPS a byvd tomu tak i
v katalogovych listech soucdstek. Obwykle se setkdvame
ien s pojmem Clearance = izolaéni vzddlenost. Je proto
nutné vyhodnotit, o jaky parametr se ve skuteénosti jedng,
protoze od toho se odviji feseni, kieré |ze pouzit. Napriklad
12 mm povrchové vzddlenosti je podstatné lépe Tesitelny
problém nez 12 mm izola¢ni vzddlenosti. Z&ménou téchto
pojm{ se profo v technickém feseni mdzeme rychle dostat
do problémd.

Nez se pustime do konkréinich moZnosti feeni, tak uvedu
jeden piiklad (pro lepsi piedstavu), jaké situace tu Fesime.
Jiste jste si vsimli, ze nékieré soucdstky, typicky optické
izoldtory [optrony, opfocleny), maiji strikini poZadavky na
dodrzeni vzddlenosti diky ocekavanému vysokému rozdilu
pofencidld mezi vstupem a vystupem [napf. 5kV). Izolacnf
vzddlenost (vzddlenost vzduchem) pitom nemizeme zwsit,
je dana pozici vyvodi na pouzdie — i kdyz i zde mame
n&jaké (ndkladné] moznosti, viz déle. Musime si pouze
dat pozor na to, abychom ji nezhorsili napiiklad velkymi
nevhodné tvarovanymi pdjecimi ploskami a vedenim spojd.
Povrchovd vzddalenost mezi vstupem a vystupem je ale véc,
se klerou m0Zeme pracovat, a o to vic to bude poffeba,
kdyz ptide o optoclen v SMD provedent.
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Obrézek 2  Prichozi frézovand drézka pod optoclenem.
Zdroj Es(piJresso IGBT Driver Board, int03.co.uk/blog

Moznosti pro zvy3eni izoladni vzdélenosti

Izola¢ni vzddlenost Ize nejjednoduseji nastavit pomoci
vzdjemné polohy soucdstek, spojd, vodicd atd. Pokud to
neni prosforové mozné, tak musime mezi vodivé predméty
vloZit izolaéni pfepézku. V b&zném piipadé se jednd o
plastové izolagni kryty vysokonapéfovych &dsti, kabelové
navleky, jakykoliv izolant, ktery prerusi pifmou viditelnost
odd&lovanych bodd a kiery ma lepsi izolaéni viastosti
nez vzduch. Piimo na DPS jsou tato feseni také nékdy
pouzitelnd, ale obwyklejsi je pouziti parcidiniho lakovéni
(Conformal Coating) nebo rovnou zalévani zafizeni do
izola¢ntho materidlu (plasty, pryskyfice, oleje). Nevyhodou
je, Zze jak zvétovéni vzddlenosti, izolagni kryty nebo
lakovani a zalévani jsou ndkladné operace a podstatné
komplikuj wyrobu. Jednou z moznosti je i pouzit viasini DPS
jako bariéru, kdy jsou soucéstky vzdjemné izolovanych
&asti na protilehlych strandch DPS (jedna na homnf a druhd
na spodni strané desky), pokud je tedy mozné pouzit
oboustrannou montéz. Je pak samoziejmé nutné pohlidat
si dostatecné odstupy od prokovenych otvord, nebo se jim
idedIn& zcela vyhnout.

Moznosti pro zvyseni povrchové vzdalenosti
Pfi zvySovani povichové vzddlenosti jsme jiz v daleko
leps situaci. Zde jde o to, libovolné narusit, a tim prodlouZit,
piimou povrchovou cestu mezi dvéma vodivymi uzly. Existujf
i feSeni v podobé pfidavnych bariér (napitklad z teflonu),
ale typicky si vystacime s Davovymi oblibenymi drézkami.
V pifpadé potfeby mirmého zvyieni povrchové vzddlenosti
si vystacime s libovolnymi zdfezy (i opakovanymi] do
povrchu desky, kieré vzniknou hloubkovym frézovanim. Zde
platf, Ze délka se prodlouzi o dvojnésobek hloubky drazky,
ta ale musf byt $ir§i nez 1 mm. Uzsi drazky nebo cdsti
drézek, kde nenf tato 3ffka dodrzena, se do prodlouzeni
vzddlenosti nezapogitévaji. Hloubkové fizené frézovani je
obvykle nakladné a nemusi byt konzistentni kvoli nerovnosti
DPS. Také vice trpf na zanddeni necistot. Na druhou stranu
se tak nemusime pipravit o prosfor na zbyvajicich vnitinich
vistvach desky ani na profilehlé strané. Na nékterych DPS
miZeme vidét, Ze podobné ,drazky” jsou vytvoieny pomoci
servisniho potisku. Lze predpokladat, Ze materidl potisku
bude mit vici znecisténf a vihkosti lepsi viastnosti a tim bude
i lepsi prekdzkou pro povrchové proudy. Vysledny efekt za
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provoznich podminek bude ale obtizné prokazny.

Levn&jsim a obvyklejsim fesenim je prichozi frézovand
drézka (obr. 1, 2 a 3), kierd piipadny povichovy proud
nutf volit cestu okolo jejtho obvodu a délku povrchové cesty
tedy ovliviivjeme pfimo délkou drazky. | zde viak plafi, ze
minimd&lni 3itka drazky by méla byt vétsi nez 1 mm.

Pfi pouzivani frézovanych dréazek je ale potfeba zvdzit
i dalsi funkci plodného spoje — poskytovani mechanické
stability soucdstkém a pdjenym spojom. Pokud je plosny
spoj ve Ve[ mife odfrézovan pod soucdstkou [obr. 3],
tak mohou byt jednotlivé &asti plodného spoje vzdjemné
pilis flexibilni. To pak wyivai namdhdani pdjenych spojd
a zafizeni kvili tomu mdze velmi brzy selhat. Na aspekt
mechanické podpory tedy nesmime zapomenout a
prizpUsobit jej ocekdvanému namdhdni v daném miste,
které mozeme omezit vhodnou vyziuhou v bezprostiednim
okoli citlivého mista. Vse se musi pfizpUsobit moZnostem
vyroby a ndkladim.

Posledni moznosti je stejn& jako u izolagni vzddlenosti
pouziti Vlasmiho lamindtu  DPS  jako  bariéry mezi
vysokonapéfovou a nizkonap&fovou &dsti na opacénych
strandch DPS. Zde si musime navic peclivé pohlidat
vzddlenost spoji a vyvodd souédstek od okraje desky.
Povrchové vzddlenost pres hranu mdze byt jen 2 az 3 mm,
coz nemusi byt dostatecné.

Vzddlenosti vici krytu zafizeni

Mimo vzddlenosti mezi dvéma vodivymi &astmi se izolacnf
i povichovd vzddlenost whodnocuji také mezi libovolnou
vodivou &dsti zafizeni a libovolnou uZivateli pfistupnou
st povichu zafizeni. Zde jde predeviim o zhodnoceni
bezpecnosti uZivatele, zda je v dostatecné vzddlenosti od
akfivnich neizolovanych &ésti zafizeni. Tento pozadavek
se obvykle fesi navrthem krytu, ne zménou névrhu DPS. V
nékterych pifpadech ale mizeme i zde nalézt fedent, kde je
vlastni DPS bariérou. Jedna strana DPS (typicky ta spodni)
ie obwykle blize ke krytu, takze na tuto sfranu mizeme
umistit nizkonapéfové obvody s nizdimi ndroky na izolacni
vzddlenost, druhd strana pak nese vysokonapéfovou &dst,
pro kierou tvoii DPS piidavnou bariéru smérem ke krytu.

Zaver

Dodrzeni pozadavkd na izolagni o  povichové
vzddlenosti neni slozité, ale musi byt do FeSeni ndvrhu
DPS zahrnuto hned od pocdtku a nékdy je potfeba se na
konstrukei podivat objektivné i mimo viasini DPS, coz dovolf
nalézt neoffeld feseni vhodnd pro konkrémi zafizent.

Pokud pouzivdte i jiné nez uvedend feseni, tak se s nami
prosim podélte o své zkuenosti na support@edatools.cz.

Petr Tosovsky

[1] EEVBlog, Dave Jones, www.eevblog.com

[2] ,Clearance and Creepage Rules for PCB
Assembly”, Brendon Parise, Optimum Design
Associates, blog.optimumdesign.com/clearance-
and-creepage-rules-for-pcb-assembly

[3] Wikipedia EN — pojem ,Driven Guard”,
en.wikipedia.org/wiki/Driven_guard
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Obrézek 3 Kombinace prichoziho frézovani a ochranného
prstence (zlaty nemaskovany spoj v dolni &dsti).

Zdroj Video EEVblog #731 25:35,

Dave Jones, www.eevblog.com

TIP Neijen u vysokonapéfovych obvodd, ale i u
méficich piko-ampérovych obvodi, preciznich refe-
rencnich zdrojo nebo oscilator sledujeme povrchové
vzddlenosti. Tyto obvody jsou fofiz citlivé na povr-
chové proudy, které mohou narusovat jejich &innost.

| zde lze pouzit vice metod. Nabizi se opét pou-
Ziti bariér a frézovanych drazek, ale jako alfernativa
moze byt pouzit aktivni ochranny prstenec (Driven
Guard Ring), viz [3], kery se piipoji na blizkou hod-
nofu napéti vici citlivému signdlu. Typicky se k fomu
pouzivaji buffery, operacni zesilovace zapojené jako
napéfovy sledovac (obr. 4). Tento prstenec pohlcuje
povichové proudy z okolnich obvodd a diky mini-
malnimu rozdilu nopéti vici citlivému signdlu pro néj
negeneruje z&dné vlasini povrchové proudy. Nékferé
soucdstky jsou na futo metodu pripraveny od vyrobce.
Okolo nozicky citlivého vstupu maiji vyvedeny vystupy
schopné budit ochranny prstenec odpovidajicim
napétim. Ochranny prstenec se nezakryva nepdii-
vou maskou, aby se cilené zpristupnil povrchovym
prouddm a mohl je pohlcovat.

Silkscreen
Solder paste

VOUT

Obrazek 4  Ukdzka ndvrhu aktivniho ochranného prsten-
ce [Cervené] okolo vstupu (3] napétového
sledovace s OZ.

Zdroj Wikipedia, Michaelfrey
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Altium Designer 18.0 — ve znameni novych
moznosti 64bitové architektury

AD 18.0 je prvni verzi Altium Designeru, kterd je postavena na nové plné
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64bitové platformé nazvané X2. Ta je vytvofena v modernim programovacim
jazyce C#, ktery dovoluje snadno vyuzivat celého potencidlu modernich PC.

S rostouci slozZitost soucasnych projekit DPS je k uzitku
kazdy kousek vykonu, kiery je ndavrhovy systém schopen
wyuzit, aby plnil svij dcel. Hlavnimi piileZitostmi, jak
dosdhnout na véfst wkon, jsou v soucasné dobé b4bitova
architekiura a také pouziti viech jader (véetné Hyper
Threadingu), kierymi moderni procesory oplyvaif. Altium
Designer 18 vyuziva obou téchto moznosti.

64bitova architektura skytd cestu k vyuziti celé dostupné
paméti RAM. Jelikoz se 16GB RAM stavd béznou hodnotou,
tak byva pro AD k dispozici i vice nez 10 GB, coz je
diametréni rozdil oproti 2GB limitu 32bitové architekiury.
To pomaha predevsim jeho stabilité a také rychlosti.

Skutecné  zdsadni  zrychleni viak pfindsi rozdélent
vypocetich Gloh na vice vidken a jejich paralelni
zpracovdni na vice jédrech procesoru. Toto rozd&lenf
probéhlo pro casové ndrocné operace, jako je ofevirani
soubord, kompilace projekid, wylévani polygond, Online i
Batch DRC kontroly a generovani nékterych vystupl.

Uzivatelem pozorované zrychleni je ve vysledku zavislé
na moznostech PC (RAM, pocet jader), vykondvané
operaci a v dosledku také na pouzitém projekiu. Nelze jej
proto jednoduse vyjadiit, obvykle se ale ¢as dokon&ent pro
paralelizované operace pohybuje (i hluboko) pod fretinou
pivodntho Casu [viz obr.1], a to je jiz skutecn& zndt.
Nezbyvd, nez si udélat i viasini srovndni.

Novy 3D engine

Dalsi cestou k wyssimu wykonu je piimé zpracovavani
dat grafickou karfou. AD18 se foufo cesfou zatim nevydal,
ale jeho novy 3D engine (DirectX 10+) notné wyuZiva
schopnosti grafickych karet k zobrazovani editoru DPS, a fo
véetné 2D pohledu. Navic je do budoucna pifslibem vyssi
kvality 3D pohledu smérem k realistickému zobrazent.

Snazsi ovlddéni, zachovand kompatibilita
Altium wyuzilo prepsani velké casti Altium Designeru k
fomu, aby provedlo ,,0klid” v menu a ovladani, kiery je po
vice nez 10 letech na mist&. Vse je dopodrobna zachyceno
v [1] a [2]. V disledku toho nebyla do nové platformy
prenesena podpora pro névrh konfigurace obvodd FPGA
a CPLD. Nosn& &ast ndvrhu DPS s obvodovymi simulacemi
zistala zachovana komplemni a navic byla rozsifena o
podporu vicedeskovych sestav [3]. Dilezité je také
poznamenat, ze zdstala zachovdna i plnd obousmérnd
kompatibilita formdtt soubord se starsimi verzemi.

K technickym dosledkim pouziti 64bitové architektury
pafi, ze AD18 dokaze fungovat pouze se O4dbitovymi
ovladagi, coz se projevuje predeviim pii &eni dat z
externich databdzi. Zde staci doinstalovat odpovidaijici
verze ovladadt a vie funguje jako dfive. Pomoc pro
specidIni pifpady naleznete v dokumentaci [4].

Dalsim efektem jsou aktualizované systémové pozadavky
pro AD18. Systém dokdaze fungovat na stejnych pocitacich
jako do soucasné doby (podminkou je 64bitovd verze
Windows), ale zménila se doporuéend HW konfigurace
PC [5], kde nové nalezneme jiz 16GB RAM a grafickou
kartu z kategorie strednich ,hracskych” modeld.

Detaily k novinkam v AD18 naleznete na
link.edatools.cz/new-in-ad18

[1] link.edatools.cz/ad 18-better-ui

[2] link.edatools.cz/ad18-ui-guide

[3] link.edatools.cz/ad18-multiboard
[4] link.edatools.cz/ad18-db-drivers
(5] link.edatools.cz/ad18-requirements

Obrézek 1 Altium uvddi nékterd piima rychlostni porovndni mezi AD16 a AD18 pro pomérmé rozsahly projekt se chyivrstvou DPS s 1925
soucdstkami, 369 polygony a 1267 spoji realizovanymi témér 40 tisici segmenty. Je patiné, Ze zrychleni neni pro kazdou
operaci stejné, ale v uvedenych pifpadech se jednd vzdy o velmi vyrazné zlepsen.
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Altium NEXUS?2 Novy partner Altium Vaultu

Altium Designer 18 byl pfedstaven spolecné se svym novym sesterskym
produktem Altium NEXUS, ktery je uréeny vyhradné pro uzivatele
pouzZivajici pokrocilou spravu dat pomoci vlastniho Altium Vaultu.

Jak je naznaceno v diagramu nize (obr. 1), tak Altium
Designer se rozdélil koncem roku 2017 na dva produkty
— Altium Designer 18.0 a Altium NEXUS 1.0. Oba maijt
zcela identické moZnosti névrhu plosnych spojo, a to
bude platit i do budoucna jako frvaly stav. Altium Designer i
NEXUS budou dostévat stejné nové funkce pro rozmisfovénf
soucdstek, routovéni spojd, kresleni schémat, obvodové
simulace, tvorbu dokumentace, pro exporty vystupt atd.

Cim se tedy odlizujie

|

¢ Altium Designer bude ddle wyhradné zaméfen na
uzivatele, kieff pouzivaji klasické knihovny soucdstek,
ukladaif projekty na sdileny disk nebo do verzovaciho
systému, a tim padem si sprévu dat Fedi klasickou
manudlni cestou.

IS Altium NEXUS je oprofi tomu zaméfen na uzivatele
pouzivajici Altium Vault pro pokroéilou spravu svych
dat, skiz kiery se svymi kolegy v tymu spolupracujf
na projektech a sdili nejen knihovny soucastek, ale i
veskeré 3ablony, nasfaven atd.

Oddéleny névrhovy systém pro prdci s
Vaultem je dobry tah

S tim, jak rostl a ddle roste pocet moznosti Altium Vaultu,
se mnozi pozadavky na fo, je viechny ze strany uZivatele
ovlédat. Az do verze AD17 mél i uzivatel bez Vaultu v menu
k dispozici nékteré funkce, které fakticky nemohl wyuZivat,
a to bylo matouci. Menu Altium Designeru to zbytecné
komplikovalo. Oddélenim do samostamného prostiedi se vie
zjednoduiuje, profoze kazdy uZivatel ma v menu k dispozici
presné fo, co miZe vyuzit pro svou préci. Oddéleni také
Altiu umoziuje vyivoiit oviadani nékterych ndstrojd (rozvrzeni
ovlddacich prvki a jejich pojmenovani) pfizpisobené pro
cilového uZivatele s Altium Vaultem a jiné ovlédani sfejného
ndstroje pro uzivatele, kiery Vault nepouzivd. Jednoduse se

Dosavadni stav

Klasicka souborova
sprava dat

* projekty na sdileném disku
« manualni verzovani projekt
* souborové knihovny

« databazové knihovny

Pokrogila sprava dat pro
spolupracujici tymy +
* spolupréace na projektech
« centralni Ulozisté projektl “ ALTIUM
« centralni sdilené knihovny ‘ VAULT 3.0
« sdilené Sablony a nastaveni
« archiv vyrobnich dat
« automatické revizovani
« Zivotni stavy dat
« Fizeni pFistupt

=

3
>

£
=
=
<
+H*

vyivori dvé verze ovlddacich oken presné na miru dané
situaci. To povede opét ke zjednodugen.

Pro uzivatele jde jen o drobnou zménu

Méni se pouze fo, kiery produkt si nainstalujete. Pokud
pouzivate ve své firmé vlasini Altium Vault, tak si na svoj
pocitac nainstalujete Altium NEXUS a pracujefe stejnym
zpUsobem jako do ted. Pokud nepouzivate viastni Altium
Vault, tak si nainstalujete Altium Designer a pokracujete
rovnéz bez rozdilu ddle. V menu pouze zpozorujete, ze
Vam jiz neprekdzi funkce urcené pro Vault.

Vsichni uzivatelé s plainou licenci Altium Vaultu mohou
pouzivat Alium NEXUS bez omezeni. NEXUS pouze oproti
starsim verzim AD hned pii svém sfartu vyzaduje piihlasent
se k Altium Vaultu. Forméty souborl jsou identické.

Co bude ndasledovat? Altium NEXUS Server

Pokracovatelem Altium Vaultu [serverové &dsti spravy
daf) se stane Altium NEXUS Server. Bude se nabizet sfejné
jako Altium Vault s moznostf instalace na firemnf server, ale
bude existovat i podoba hosfovana piimo Altiem, kde budou
automaticky zajistény akiualizace a nékolik bonusowych
funkei. Z Vaultu bude mozné pfimo upgradovat na NEXUS
Server, jako by se provadél obyeejny upgrade na novou
verzi Vaultu. Pro Vault se budou ddle vydévat opravy, ale
iiz ne nové funkce.

NEXUS Server se zatim pripravuje, takze konkrétni
informace budou dostupné az pozdéji. Jako stéZejni nové
viastnosti NEXUS Server prinese napfiklad:

— definované pracovni postupy,
— vice néstrojd na spoluprdci (Online Review) a dalsi.

Podrobnosti o Altium NEXUSu naleznete na

link.edatools.cz/nexus-introduction

Soucasny stav Cilovy stav

Q1/2018

Compatibility mode Native mode

NF srom NF som
' Q'NExus 1.0 » ' Q'Nexus
+ +

ALTIUM

Cuir3.0 =p Jf

Obrazek 1 Oddsleni Altium NEXUSu od Altium Designeru a pldnovany cilovy stav s existenci NEXUS Serveru, néstupce Altium Vaultu.
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Vyvoi elekironiky byl po dlouhou dobu individudlni cGinnost. Kazdy névrhdr si vytvarel
vlasini knihovny a mél vlastni styl préce s projektem. ..

Moderni vyvoj elektroniky si zads spoluprdci.
spolecné vytvaren a sdileni knihoven

spolupréce celého ymu na projektu

ALTIUM
VAULT 3.0

S
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http://www.edatools.cz/Vault
http://www.edatools.cz/VAULT

Skoleni Altium Designeru

V roce 2018 poiddame celkem 3 vefejné workshopy
Komplexni zdklady névrhu DPS v Altium Designeru, na
kterych probirdme pouzivani Altium Designeru na spravu
knihoven, ndvrh schémat, navrhnuti desky plosného spoje
a vytvoreni vyrobnich dat a dokumentace. VWklad je pfitom
kombinovan se samostainou praci na zadanych tlohdch,
ke kferym Ocastnici obdrzi podrobné materidly s pracovnim
postupem.

Rozsah probiranych t#émat odpovidd tomu, co by mél
zviddnout kazdy uzivatel pro samostatnou a efekfivni prdci
na projektech, a je tak idedlnim starfovnim bodem pii
prechodu na Altium Designer z jiného ndvrhového systému
nebo pfi sfarfu nového zaméstnance ve vyvojovém tymu.
Moze ale byt i dobrou piilezitosti ovéfit si dosavadni
pracovn postupy zkusenych uZivateld a podivat se na vyuzitf
nékterych ndstrojd rychle se wyvijejictho Alium Designeru
pro lepsi kazdodennt préci na projektech.

V kurzu se predpoklédd obecnd znalost principt pro
navth DPS  [elekirofechnické znalosti). Vyhodou, ale ne
podminkou, mize byt znalost zdkladnich pracovnich
postupl v libovolném ndvrhovém prostred:.

Workshop frva vzdy 3 dny. Jeho cena zahmuje kurzovné,
fistené i elekironické materidly a obcerstveni véetng obédd.
Ugastnici si musi zajistit viastni licenci Altium Designeru
a pocitag, na kierém budou bé&hem samostatnych Gloh
pracovat. V pipadé pouziti notebooku si doporucujeme
zajistit plnohodnotnou kldvesnici a mys.

A¢ jde o skoleni pouzivani ndvrhového systému,
fak v né&m nepopisujeme do defailu funkci jednotlivych
oken nebo flagitek. Snazime se demonstrovat predevsim
pracovn{ postupy, souvislosti  jednotlivych  nastaveni/
moznost, a predeviim piedat doporugeni z praxe, jak se
AD obvykle pouzivd, abyste nemuseli sami objevovat slepé

nebo nevhodné cesty. Usetfite si tak ¢as a budete se moci Pro akiudini nabidku termind a obsahu sledujte

sousffedit na fo hlavni, na ndvrh svého projektu. www.edatools.cz/skoleni
1. den - Knihovny 2. den - Schémata a DPS 3. den - DPS a vyroba
Uvod, pojmy AD Névrh schémat qurhovoﬁrqvidlo, rozrp|§tovan|
soucdstek, routovanf
presfévka prestavka prestavka
Tvorba schématické [Workshop] [Workshop]
knihovny Navrh schémat Navrh DPS
obe&d oba&d obeéd
Tvorba knihovny pro DPS Dokonéeni schémat pro Dokonéovaci préce
(footprintu) export do DPS na DPS
presfévka prestavka prestévka
[Workshop] Nastaveni dokumentu DPS Pfiprava vyrobnich dat a

Tvorba knihovnich prvkd dokumentace

Samostaind préce na zadanych tlohdch

Harmonogram skoleni pro rok 2018

6.0z8.3.  [Workshop] Komplexni zdklady navrhu DPS v AD 19 490 K&/ osoba

www.edatools.cz/skoleni

5.az7.6. [Workshop] Komplexni zdklady navrhu DPS v AD 19 490 K¢&/osoba « Detailni rozpis naplné koleni
« Misto kondni

10. @z 12.12.  [Workshop] Komplexni zéklady ndvrhu DPS v AD 19 490 K&/ osoba O KERIETEE

Vyhrazujeme si prévo termin 3koleni zrusit. Ceny jsou uvedeny bez DPH a pro jednoho Geastnika skolent.
Ucastnikim z jinych &lenskych stéttd EU mimo CR musi byt fakturovana &éstka s DPH (+21%).

& RETRY s.r.o. Obchodni oddéleni N
EDA tools and systems @ sales@edatools.cz
Vondrdkova 1254/ 2a (® +420549 210082
I'ﬂf['_ll 635 00 Bmo .
£0A tools & systems Czech Republic Technické podpora

@ support@edatools.cz
www.edatools.cz (™ +420 546 212 608



http://www.edatools.cz
http://www.edatools.cz
mailto:sales%40edatools.cz?subject=
mailto:support%40edatools.cz?subject=
http://www.edatools.cz/skoleni
http://www.edatools.cz/skoleni
http://www.edatools.cz/skoleni
http://www.edatools.cz/skoleni

